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ERmet ZDplus
高速差分硬公制连接器系统
电气和机械特性

ERmet ZDplus 
高速差分硬公制连接器系统

ERmet ZDplus连接器系统是ERmet ZD系列的增强版。这种
高速差分硬公制连接器系统可实现超过20 Gbit/s的数据传输
速度。
ERmet ZDplus 连接器系统的设计乃依据经过验证的成熟产品
ERmet ZD的主要机械设计并采用其相同的尺寸。为了提高数
据传输速度，ERNI Electronics 公司优化了其信号通路和母头
连接器的压接引脚设计。此外，用户可使用反向钻的方法以便
更好地利用新型ERmet ZDplus连接器系统的最高性能。反向
钻可以减少通孔的贯孔根长度以及相应的“贯孔根效应”， 
从而显著地减少互连的反射和总体比特误码率（BER）。
ERmet ZD+® 系列的首款产品为压接引脚的四对弯角式母头
连接器。此ERmet ZDplus母头连接器与现有的ERmet ZD公头
连接器兼容，这意味着如果客户需要升级其系统时，现有的背
板设计无需修改其背板布局。但若新型的ERmet ZDplus母配
件用于子卡上时，则子卡的布局就必需经过修改。

特征
• 采用标准ERmet ZD公头连接器时，每个差分对可提供超 
 过 15 Gbit/s的数据传输速度（当采用ERmet ZDplus公头 
 连接器时，每个差分对可提供超过 20 Gbit/s的数据传输 
 速度）
• 每英寸包含40对差分信号
• 与标准ERmet ZD公头连接器兼容，反向与现有背板系统 
 兼容
• 改善串扰行为
• 改进子卡布局
• 满足下一代处理器技术的性能要求

 
标准

 
压接
公头和母头

针数   4-pair  
技术参数
气候类别

 
DIN EN 60068-1 
test b  

-55/125/56  

 
温度范围   -55/125 °C  
空气间隙和爬电距离   0.5 mm  
工作电压 
 
 
 

 

IEC 60664

 

该产品的允许工作电压取决于客户的具体应用场合以及适用或
指定的安全要求。完整的电气设备必须考虑符合IEC 60664-1标
准规定的绝缘配合要求。因此，配套的连接器的最大爬电距离
和电气间隙被认定为整个电流通路的一部分。实际上，由于印
刷电路板的导电图形或所使用的布线不同，可能会造成配套的
连接器的爬电距离或电气间隙减小，因此必须单独加以考虑。
所以，在某些具体应用中与连接器相比，爬电距离和电气间隙
可能会有所减少。

 
介电强度

 

IEC 60512 
test 4a

 

差分对 – 差分对 500 Vrms

差分对 - 屏蔽层 150 Vrms

接触件 – 接触件 150 Vrms  
接触电阻

 
IEC 60512 
test 2a  

< 50 mΩ（信号）
< 15 mΩ（屏蔽）  

绝缘电阻
 

IEC 60512 
test 3a  

> 104 MΩ

 
振动强度（正弦）

 
IEC 60512 
test 6d  

10 – 2000 Hz 
20 g  

接触干扰 
( 进行振动试验时）  

IEC 60512 
test 2e  

< 1 µs

 
冲击强度（半正弦）

 
IEC 60512 
test 6c  

50 g 
11 ms  

接触干扰
（进行冲击试验时）  

IEC 60512 
test 2e  

< 1 µs

 
机械操作
（接插次数）  

IEC 60512 
test 9a  

> 250 次接插

 
插拔力

 

IEC 60512 
test 13b

 

插入力： 最大 0.7 N/pin（信号）
 最大 0.9 N/pin（屏蔽）
拔出力： 最大 0.15 N/pin  

量规保持力
 

IEC 60512 
test 16e  

> 0.2 N

 



目录编号 E 074656                09/13          第 4 版           www.erni.cn 5 4     目录编号 E 074656               09/13      第 4 版        www.erni.cn

ERmet ZDplus
高速差分硬公制连接器系统
直角式母头连接器，4对型

ERmet ZDplus 
高速差分硬公制连接器系统
电气和机械特性

 
标准

 
压接
公头和母头

针数   4对型
信号传输数据
差分阻抗   100 Ω

差分对的数据传输速率
  

15+ Gbit/s（当采用标准ERmet ZD公头连接器时）
20+ Gbit/s（当采用ERmet ZDplus公头连接器时）  

外壳材料
塑性材料   LCP  
CTI值  IEC 112  CTI 175

UL阻燃等级   UL 94 V-0  
UL认证编号   E83005  
触点材料
基底材料   铜合金  
插接区   镀金  
端接区   锡  
环境相容性
循环再用   无阻燃添加剂，无毒性添加剂，且易于回收

产品批准认定
UL/CSA认证   E84703

尺寸图

2,5

22,5

0,75

1,
5

4,
5

1,
1

1,
2

1,
2

17
,5

16,7

10
,4

0,
9

e
f

g

110

a
b

d
c

h

19
,4

b
a

GND g

GND h

f
e

d
c

g
h

0.46 ± 0.05

GND a

GND b
GND c

GND d
GND e

GND f

EN-Zone für durchkontaktierte
Löcher 0.46 ± 0.05 

Oberfläche der Tochterplatine

±
0,

1
27

,9

15,7

-0,121,4

1

1,6
+0,2

18,6

24,95 -0,1

Lochbild für Leiterplatte
(Bestückungsseite)

110

alle Löcher

b

c
d

e
f

g
h

GND b
GND c

a

GND d
GND e

GND f
GND g

GND h

GND a

0.05

 2,5 

9 x  2,5  = (22,5)

1

18

1,04

1)

1,
1

1,
2

1,
2

4,
5

0,
9

1) 0.46 ± 0.05 Durchmesser des metallisierten Loches
   0.46 ± 0.05 

   0.55 ± 0.02 Bohrdurchmesser des Loches
   0.55 ± 0.02 

   Schichtaufbau im metallisierten Loch
   siehe Zeichnung 384191

   
 384191  
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ERmet ZDplus
高速差分硬公制连接器系统
镀通孔的金属镀层

ERmet ZDplus 
高速差分硬公制连接器系统
标准垂直式公头连接器，4对型

尺寸图
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±0.02

±0.02

ø 0.6          Durchmesser des±0.05

±0.05

metallisierten Loches

ø 0.7          Bohrungsdurchmesser
des Loches

ø 0.7          

设计孔径：ø0.46 mmMetal plating of plated-through hole for EN-contact
Schichtaufbau im metallisierten Loch für EN-Kontakt

Bohrungsdurchmesser des Loches

min. 

0,55

25

±0,02

0,46 ±0,05

 µm Cu

min.  0,05

max. 10 µm Sn 1)

dimensions have to be respected for the diameter of drilled hole, diameter of 

metallisierten Loches

Restring 

für Einpresszone ERmet ZDplus
for press-fit zone ERmet ZDplus 

according thickness of the Cu-plating has to be used.

1)

To keep the max. tolerance for the "Diameter of finished plated-through hole" the
plated-through hole, rest ring width and min. thickness of Cu plating.

Restringbreite

Durchmesser des 

Werden andere Oberflächentechniken, wie z.B. NiAu, chem. Sn oder Cu blank 
eingesetzt, sind die angegebenen Maße für Bohrungsdurchmesser, Durchmesser 
des metallisierten Loches, Restringbreite und die Mindestschichtdicke 
von Cu einzuhalten.
Ein mögliches Überschreiten der oberen Toleranz von Maß "Durchmesser des 
metallisierten Loches" wird durch eine entsprechende Cu-Schichtdicke vermieden.

For other platings, such as NiAu, chem. Sn or blanc Cu the recommended

设计孔径：ø0.6 mm

Schichtaufbau und Abmessungen in Übereinstimmung mit IEC 60352-5

Metal plating and dimensions in accordance with IEC 60352-5

Werden andere Oberflächentechniken, wie z.B. NiAu, chem. Sn oder Cu blank

eingesetzt, sind die angegebenen Maße für Bohrungsdurchmesser, Durchmesser

des metallisierten Loches, Restringbreite und die Mindestschichtdicke

Ein mögliches Überschreiten der oberen Toleranz von Maß "Durchmesser des

metallisierten Loches" wird durch eine entsprechende Cu-Schichtdicke vermieden.

von Cu einzuhalten.

For other platings, such as NiAu, chem. Sn or blanc Cu the recommended

dimensions have to be respected for the diameter of drilled hole, diameter of

planted-thru hole, rest ring width and min. thickness of Cu plating.

To keep the max. tolerance for the "Diameter of finished plated-thru hole" the

according thickness of the Cu-plating has to be used.

1)

0,05min. Restringbreite

max. 15 m

min. 25 m Cu

0,7 0,02

0,6 0,05

für Einpresszone D = 0.72

for press-fit zone D = 0.72

Restring

Durchmesser des
metallisierten Loches

Bohrungsdurchmesser
des Loches

Sn

Schichtaufbau im metallisierten Loch für EE-Kontakt
Metal plating of plated-thr ough hole for EE-contact
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